Alpha Metals

Lutowia bezotowiowe ALPHA® Vaculoy
SAC 300/305 /400 /405 ULTRA Low LEAD

STOPY Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 Sn95.5 Ag4.0 Cu0.5
Sn97 Ag3 Sn96 Ag4

Opis produktu

Lutowia Sn96.5Ag3Cu0.5 (SAC305 ULL) i Sn95.5Ag4Cu0.5 (SAC405 ULL) sa stopami bezolowiowymi, ktére opracowano z
mys$la o zastapieniu stopu Sn63Pb37. W zaleznosci od warunkéw procesu, odmiany Sn97Ag3 (SAC300 ULL) i Sn96Ag4 (SAC400
ULL) stuza do stabilizacji stopu i zmniejszenia zawartosci miedzi. Dzigki zastosowaniu chronionego patentem procesu produkcji
Vaculoy™ zanieczyszczenia, a w szczegdlnosci tlenki zostaja usunigte z lutowia.

Produkt spetnia wszystkie wymagania stawiane przez Dyrektywg RoHS.

Charakterystyka i zalety

Charakterystyka:
Wydajnos¢ lutowania — wiodaca w danej klasie produktéw, przewyzszajaca stopy SnCu

Szybkos¢ zwilzania pél lutowniczych — szybkie zwilzanie, w testach 0,65s wobec 1,00s dla stopéw SnCu
Szybkos¢ tworzenia sig zuzli — niska dzigki zastosowaniu procesu Vaculoy™

Zalety:
Doskonata lutowno$¢ — dzigki duzej predkosci zwilzania

Poprawne ksztattowanie menisku spoin, mniejsza ilo§¢ mostkéw w poréwnaniu do SnCu
Szerokie zastosowanie — z réznymi rodzajami topnikow

Opatentowany proces produkcji Vaculoy™ gwarantuje usunigcie zaokludowanych (zamknigtych) resztek tlenkéw z lutowia.
Zamknigte tlenki powoduja wzrost ilo$ci zgaréw i zuzli oraz zwigkszaja lepko$¢ lutowia. Lutowie o wyzszej lepkosci generuje
wigksza ilo$¢ btedéw podczas procesu lutowania (np. tworzenie si¢ zwarc).

Zastosowanie

Lutowia SAC305 ULL oraz SAC405 ULL znajduja zastosowanie w procesie bezolowiowego lutowania na fali, w tym i elementéw
SMD. Temperatura w tyglu powinna wynosi¢ 255 do 265°C.

Dostepnosé

Spoiwa SAC305 ULL oraz SAC405 ULL sa dostgpne jako: 1 kg laski lub 3,5 kg gaski z otworem
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Bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia

Wszelkie informacje dotyczace obchodzenia si¢ z produktem jak réwniez wskazéwki bezpieczenstwa znajduja si¢ w Kartach
charakterystyki preparatu.

Dystrybucja w Polsce: LENZ - Urzadzenia dla elektroniki, 43-100 Tychy, tel (32) 227 28 06, www.lenz.com.pl
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Dane techniczne

Sklad w % (typowe wartosci) Wiasciwosci fizyczne
Specyfikacja % Cecha Dane
SAC305 | SAC405 | SAC300 | SAC 400 SAC 305 SAC 405
Sn reszta reszta reszta reszta Temperatura topnienia [°C] 217-219 217-219
Ag 3,0£0,2 40£02 | 3002 | 40%0,2 (423-426°F) | (423-426°F)
Cu 0,5+0,1 | 0,5+0,1 | 0,05max | 0,05 max Gestos¢ [glem?] 7,37 glem 7,44 glcm?
Pb max 0,05 Wsp. roz. ¢ (20-100°C) 21,9 21,4
Sb max 0,10 [um/m/°K]
Zn max 0,001 Ciepto whaéciwe [J/G x°K] 0,232 0,236
Fe max 0,02 Twardo$¢ [HV] 14,1 14,9
As max 0,03
Ni max 0,01
S e 0001 >
max 0, o
e Greenline
In max 0,05

Regulacja zawarto$ci miedzi w tyglu

Aby zagwarantowa¢ mozliwie najmniejsza ilos¢ defektow w Szybkosé wyllywanta Cu z plytek pasywowanych chemicznie (OSP)
procesie lutowania nalezy kontrolowa¢ i odpowiednio regulowac - spoivin SAC305, temp. witygln 260:st C

poziom miedzi w tyglu fali. Poniewaz z ptytek i wyprowadzen . o
elementéw sa wymywane przez falg lutowia metale, moze * w A

dochodzi¢ do koncentracji miedzi w stopach SAC305/405. Zjawisko » ~ f

to nasila si¢ podczas lutowania pakietow, w ktérych uzyto miedzi 5o /'{- o A0S0
zabezpieczonej maska chemiczng (OSP). Typowy przebieg wzrostu % 03 fr cgle;zlabiliazji —
koncentracji miedzi przedstawia wykres. C; i poziomu Cu ||
Wykres obrazuje jedynie $rednig szybko$¢ wymywania Cu na 1000 5.

pakietow, poniewaz kazdy z proceséw lutowania jest inny warto$ci z

tutaj podane stuzy¢ moga jedynie za punkt odniesienia. Zaleca sig, s

aby koncentracj¢ miedzi w stopach SAC305/405 utrzymywac na o

poziomie od 0,5 do max. 0,95%. Przekroczenie zawartosci Cu °

powyzej 1% powoduje wzrost temperatury ptynnosci stopu - FELF PSPPI, TS S
”]iquidus” - co z kolei wymusza podniesienie temperatury w tyglu Tlosé szt.pakietow "przepuszczonych" przez fale agregatu lutowniczego

agregatu tak, aby mdc utrzymac wydajnos¢ i jakos¢ procesu

lutowania.

Stabilizacje¢ poziomu miedzi w tyglu mozna dokonywac za pomoca stopéw SAC300 (SAC400). Poprzez dodawanie na biezaco lutowia SAC300
(SAC400) mozliwe jest utrzymanie odpowiednich parametréw lutowia. Ze wzgledu na to, Ze kazdy proces rézni sig, zaleca sig¢ przeprowadzanie
regularnej analizy lutowia w tyglu, w celu dopasowania koncentracji miedzi do swojego procesu. Wykonanie analizy zawarto$ci miedzi i innych
metali mozna zleci¢ firmie LENZ — Urzadzenia dla elektroniki.

Zalecane graniczne wartosci zanieczyszczen w spoiwach SAC

Ponizej podane sa zalecane, graniczne wartosci zanieczyszczen spoiw bezotowiowych w tyglu maszyny lutujacej i ich wptyw na proces lutowania

Aluminium*: niewielka koncentracja nawet w granicach 0,005% moze zwigksza¢ szybko$¢ tworzenia si¢ zuzli, bez wptywu na jako$¢ spoin

Arsen: wigcej niz 0,03% moze spowodowacé zjawisko odzwilzania powierzchni

Bizmut: Bizmut w ilosci do 1% stosowano jako dodatek do niektorych stopéw lutowniczych. Poprawia on zwilzanie, optyke i wytrzymato$¢ termiczna spoin. Przy
takiej zawartosci bizmutu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ zanieczyszczenia spoiwa olowiem, poniewaz wowczas zjawisko unoszenia padow
(Fillet-Lifting) staje si¢ bardziej prawdopodobne. Zawarto$¢ otowiu ponizej 0,1% (zgodnie z dyrektywa RoHS) nie stanowi problemu

Kadm*: W przypadku stgzen powyzej 0,002% jakos$¢ spoin wyraznie si¢ pogarsza. Zawarto$¢ Cd 0,005% powoduje wzrost zjawiska tworzenia sig¢ zwar¢,
nieprawidtowego zwilzania padéw oraz ostabiania mechanicznego spoin

Miedz: Zawarto$¢ miedzi wzrasta w wielu przypadkach na skutek wymywania z powierzchni ptytki. Prowadzi to do lekkiego wzrostu temperatury liquidus lutowia.
Zasadniczo systemy lutujace toleruja zawarto$¢ miedzi do 0,95%, lecz w niektérych przypadkach moze zajs¢ koniecznos$¢ podniesienia temperatury w tyglu o
kilka °C lub korekty sktadu lutowia odpowiednio wczesniej.

Zioto: obecnos¢ 0,1% i mniejsza sprawia, ze lutowie staje sig ciagliwe a spoiny matowe

Zelazo: 0,02% zelaza moze doprowadzi¢ do tworzenia sig kruchych (famliwych) spoin

Oléw: Dyrektywa RoHS (o ograniczeniu okreslonych szkodliwych substancji) dopuszcza zawarto$¢ 0,1% otowiu w spoinach.

Srebro: Srebro wchodzi w sktad stopéw uzywanych do lutowania bezotowiowego. Przyspiesza ono zwilzanie i poprawia wytrzymato$¢ spoin na obcigzenie termiczne.

Cynk*: Obecnos¢ cynku moze prowadzi¢ do matowienia spoin jak réwniez do tworzenia sig¢ zwar¢ i powodowac¢ btedy w zwilzaniu pél lutowniczych.
Koncentracja>0,005%moze prowadzi¢ do zimnych lutéw i kruchosci spoin.

*. oddziatywania Al, Cd i Zn sa kumulatywne. Jesli w stopie zawartych jest wigcej niz jeden z tych metali, wowczas maksymalna dopuszczalna
koncentracja wynosi 0,0005 %, 0,002 % i 0,001 %

Niniejsze informacje powstaly w oparciu o naszq najlepszq wiedze i bazujq na dzisiejszym stanie techniki, nie sq jednak gwarancjq doktadnosci zawartych w niej danych.
Réwnoczesnie wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstate wskutek wykorzystanie niniejszych informacji lub opisanych w nich materiatow.

Producent: Cookson Electronics Assembly Materials, Forsyth Road, Sheerwater Woking, Surrey GU21 5RZ, Wielka Brytania

Dystrybucja w Polsce: LENZ - Urzadzenia dla elektroniki, 43-100 Tychy, tel (32) 227 28 06, www.lenz.com.pl
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